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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】令和1年11月21日(2019.11.21)

【公開番号】特開2017-92464(P2017-92464A)
【公開日】平成29年5月25日(2017.5.25)
【年通号数】公開・登録公報2017-019
【出願番号】特願2016-214727(P2016-214727)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/60     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ   21/60     ３０１Ｄ

【手続補正書】
【提出日】令和1年10月11日(2019.10.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００４】
　特定のタイプの半導体パッケージでは、種々の半導体ダイが「積み重ねられたダイ」の
構成で配置される。そのようなパッケージでは、それらのダイのうち１若しくはそれ以上
が他のダイ（またはスペーサー、基板など）から張り出す場合がある。図１は、そのよう
なパッケージを例示したものである。図１において、下側の半導体ダイ１０２は、基板１
００により支持されている（ここで、ワイヤーループ１０８が、ダイ１０２上のボンディ
ング位置と、基板１００上の別のボンディング位置との相互接続をもたらしている）。ス
ペーサー１０４は、下側の半導体ダイ１０２と上側の半導体ダイ１０６間に配置される。
上側の半導体ダイ１０６は、スペーサー１０４および下側の半導体ダイ１０２から張り出
し、当該スペーサー１０４および半導体ダイ１０２に支持されていない部分を含む。その
ため、上側の半導体ダイ１０６は「オーバーハングダイ」（張り出したダイ）と呼ばれる
ことがある。
　この出願の発明に関連する先行技術文献情報としては、以下のものがある。
（先行技術文献）
　（特許文献）
　　（特許文献１）　米国特許第７，７６２，４４９号明細書
　　（特許文献２）　米国特許第７，６９９，２０９号明細書
　　（特許文献３）　米国特許第５，５６６，８７６号明細書
　　（特許文献４）　米国特許第８，３０２，８４０号明細書
　　（特許文献５）　米国特許出願公開第２０１２／００７４２０６号明細書
　　（特許文献６）　中国特許出願公開第１０１７４０４２７号明細書
　　（特許文献７）　特開平０７－１８３３２１号公報
　　（特許文献８）　特開２００７－１８０３４９号公報
　（非特許文献）
　　（非特許文献１）　Ｓｅａｒｃｈ　Ｒｅｐｏｒｔ　ｉｓｓｕｅｄ　ｂｙ　Ｃｈｉｎａ
　Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｉｎｔｅｌｌｅｃｔｕａｌ　Ｐｒｏｐｅｒｔｙ　Ａｄｍｉｎｉｓｔ
ｒａｔｉｏｎ　ｉｎ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｗｉｔｈ　ｒｅｌａｔｅｄ　Ｃｈｉｎｅｓ
ｅ　Ｐａｔｅｎｔ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｎｏ．　２０１６１０９５９２１７．４．
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